Elektronikai technolégia IV. laboratérium Ellen6rz6 kérdések

Moduldramkor készitése ujradmlesztéses felliletszerelési (SMT) technolégiaval

1. Miért el6nyos az SM technoldgia alkalmazasa?

Nagysagrendekkel kisebb elemek és aramkorok; szabvanyos alkatrész-méretek - kdnnyebb
automatizalhatdsdag; az alkatrész és a forrasztdsi oldal azonos - a kétoldalti NYAK-készités
egyszer(ibbé valt.

2. Sorolja fel a f6bb SM tok tipusokt!

SOT-23 és
SOT-89

tranzisztorok

SOIC

QFP
48, 120
kivezetdvel

keresztmetszet

PLCC

BGA

3. abra. Feliiletre szerelhet6 IC tok-tipusok felépitése
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3. Jellemezze az dlommentes forraszpasztakat, sorolja fel 6sszetételiiket!

Az 6lom mérgezG6 anyag, ezért az EU elGirdsai szerint 2006. julius 1-t6l hasznalatukat be kell szlintetni
(a mérgez6 anyagok tomegaranyos jelenléte maximum 0.1% lehet).

Specidlis esetekben (orvoselektronika, autdipar) hasznalatuk tovabbra is engedélyezett.

Az dlommentes forraszok magasabb hdprofilja (20-30°C-al magasabb, mint a hagyomanyos

forraszoké) a kilénb6z4 alkatrészeket megviselheti > igy az alkatrészkészlet Gsszeallitasanal erre is
figyelmet kell forditani!

Olommentes forrasz (lead-free-solders) 6tvizetek:

- 96,58n3Ag0,5Cu | On-Eziist-Réz op. 217
- 96,5Sn3,5Ag On-Ezust op. 221
- 99,3Sn0,7Cu On-Réz paszta op. 227

Hagyomdnyos élomtartalma forraszok:

- 635n37Pb eutektikus On-Olom | op. ~185
- 60Sn40Pb On-Olom op. ~188
- 625n36Pb2Ag On-Olom-Eziist op. 179

4. Sorolja fel az SM technoldgia Iépéseit!

Forraszpaszta felvitele a forrasztasi felliletekre stencilnyomtatassal

Az SM alkatrészek beiiltetése

Ujradmlesztéses forrasztds

Az dramkor vizsgdlata, mérése és a sziikséges javitdsok kézi elvégzése

Az esetleges kiils6 huzalok (pl. tapkabel) kézi vagy automatizalt bekotése
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5. Vazolja a beiiltets gépek miikédési elvét! (Abra: 3. oldal)
A beliltet6 gép a topoldgiai terv alapjan Ulteti be az alkatrészeket. A félautomata berendezéseknél
lehet6ség van szamitogépes vezérlésre is — ilyenkor a beliltet6 fejet kell kézzel mozgatni.

6. Melyek az tjradmlesztéses forrasztas leggyakoribb hibai?
o Alkatrészeknél: elcsuszas, elfordulas
® Forraszanyagnal: zarvanyképz&dés; forraszgombok képz6dése a forrasztds kornyezetében
e Sirké-effektus (tombstone effect): a feliileti feszliltségbdl szarmazd erék nem egyenletesen
oszlanak el a két végpont kozott - az alkatrész felemelkedik.
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vakumos fej

kontaktus forrasztasgillé nyomtatott
feliilet réteg huzalozas
alkatrészek a talcan \

5. dbra. SMD beilltetd gép részei

6. dbra. SMD beiiltetd gép milkidésének folyamata:
1. alkatrész felvétele 2. alkatrész pozicidba mozgatisa 3. alkatrész lehelyezése

vakumos
forgotiras fej

kontaktus forrasztasgatld nyomtatott
felﬂlet\ réteg huzalozis
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7. dbra. Automata revolver-fejes beiilteti gép

alkatrésrel a talean
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